
智能硬件产品从需求到生产，再到销售与售后，产品经理应该干好这些事儿。

本文通过十八个流程点详解，为大家分享了智能硬件产品研发生产的全流程。

上篇文章我们聊了下软硬件产品经理的那些区别，这篇文章主要分享下硬件产品研发生产

的相关流程。

上图所示的是一个智能硬件生命周期内所需要经历的全部流程，以及产品经理需负责的相

关工作。下面我们拆解下各阶段的相关内容，以及分享一些相关经验。



一、市场分析

如同互联网产品一样，除了在立项之前需要对市场规模、用户需求、竞品优劣势、BAT 布

局以及切入的方向进行分析之外，智能硬件还需要分析目标用户的购买力，竞品的定价、

利润、上下游供应商、和产品策略等因素。

从而制定产品的目标用户、功能、价位、利润等目标，并分析要做的产品是轻决策类型还

是重决策类型，不同类型的产品对售价和产品服务有着很大的影响。同时还要分析制定自

己的技术力量和上下的资源整合以及营销策略等。

通过综合分析最后要产出一个包括市场分析报告和项目所需资金、技术方案、人员、周期

、利润、营销方案以及产品迭代计划的项目分析报告，并分析得出是否具有可行性，若可

行则可进入立项阶段。

我曾经看到一款产品由于前期定了一个不具实现性的目标，且是在当时没有足够的用户规

模和购买力的情况下，最后因为技术、成本、售价、市场环境等各方面的压力而最终夭折

。



二、立项组建团队

互联网行业有一句话是“好想法是有了，离成功就差一个程序员了”。

由此可见对互联网行业来说，虽然不是真的只有一个程序员就可以，不过一个项目所需要

的成员还是比较少的。一般情况下一个产品、一个 UI、一个后台、一个安卓、一个 iOS、

一个测试——就是一个标准的产品团队了。

而对智能硬件来说，一个团队除了上面说的软件相关人员，还需要组建一个硬件的研发和

生产团队，一般至少需要包含 ID 设计、结构设计、电子工程师、固件工程师、硬件测试

、品控、采购、项目经理等角色。

这样看来想要做一个智能硬件，所需人员至少是软件项目所需人员的两倍以上。面对如此

多的团队成员，管理项目的进度也是一大挑战。

软件项目最大的成本也就是人力成本，而对于智能硬件项目来说人力只是成本的一部分，

还有一个大头就是产品的模具和开发物料成本，所以智能硬件项目创业将面临着更大的挑

战。

如果能组建一个有着丰富智能硬件的团队那么必然就会少踩很多的坑。



三、需求分析

团队组建完后就可以进一步的分析需求了，此时的需求分析是不能像互联网产品那样头脑

风暴的，需要根据产品的定位、售价、成本、和技术边界去分析需求，并在成本和体验之

间做取舍。

这个时候最重要的，是综合需求和成本把产品的形态和硬件配置确定下来，这样后续软件

的需求和功能就可以依托硬件的能力边界去做了。确定好硬件需求后，需要把产品的原理

图制作好，在验证完可行性之后，就可以正式开始产品的设计和研发了。

在这个阶段软硬件的需求和功能需要一同进行规划，达成基本的框架和共识。

等后期硬件确定完后，软件部分就根据硬件的边界尽可能的去满足用户的需求，提升产品

的体验了。在智能硬件中，如果软件做的比较出色，那么也是可以通过较低的成本给产品

带来巨大的竞争力的。



四、软件研发

在启动软件研发之前，通常是由软硬件产品经理共同设计好产品，输出相应的产品原型和

需求文档。有些团队软硬件产品经理是一个，因此需要产品经理和硬件、电子工程师共同

的设计好硬件需求并产出相关文档，在这一步完成后就可以开始进入软硬件的开发阶段了

。

本章节主要说的软件的研发，其余部分后面再说。产品需求设计好后先由 UI 设计师进行

界面设计，然后再由软件工程师开发出来。

智能硬件产品的软件开发，除了 APP 和后台之外还有一个固件端的开发。

由于固件是要运行产品上的，不过此时的硬件也是刚开始进行研发，所以是无法提供硬件

来运行固件的。因此在项目前期，固件端的开发通常是先使用开发板来代替产品本身的，

等主板设计好可使用时，就可以转移到实际产品上进行开发。

相比纯软件项目，智能硬件从交互上面会更加复杂，所以在三方联调上面会花费更多的时

间，也会出现更多的问题，因此就需要对产品进行详尽的测试。

前期可以使用开发板进行大致的测试。不过由于开发板和实际产品之间还是存在着一些配

置等方面的差异，所以有可能在开发板上没有的问题，在产品上运行时就会出现，甚至也

有可能是电子工程师给留下的硬件坑。因此在硬件可以运行调试后，需要持续对产品进行

详尽的测试，要确保产品的稳定性。



通常智能硬件都是可以进行远程升级的，要注意的是在产品出货前一定对升级流程进行多

次确认，这样即便软件出现一些 BUG，也是可以通过远程升级解决的。如果升级系统有

问题，那么这个产品别说有 BUG 修复不了，就连正常的功能迭代都无法进行的。

在硬件产品中，通常不会对软件进行无限期的优化和功能迭代，尤其在推出下一代产品之

后，基本就会停止更新。

这主要是因为智能硬件产品是靠买硬件本身赚取的利润，如果一直维护老产品，那么就无

法与新产品产生差异化，也就无法通过新的功能和体验吸引用户购买新产品，这样厂商也

就没有利润可赚取了。

通常硬件产品的设计都是有预计使用寿命的，等产品到达预计寿命后，厂商是非常希望用

户进行换代的。这个时候人家怎么可能还给你维护产品，增加功能让你继续用呢？

当然也不是所有的硬件产品都是这样的，管道类的产品因为主要谋取利润的点是在内容和

服务上，所以这类产品除外，比如智能音箱类产品。

五、ID 设计

人都是视觉动物，如果一个产品很丑，你还想要畅销，那是谈何容易？不过美和丑，不在

今天讨论的范围内，今天主要想分享的，是 ID 设计中对成本和产品的影响。

ID 设计中有两点需要注意：



第一点：产品外观设计形体必须能开模

其实对于一件产品外观设计完以后能否开模制造出来，取决于拆件，而拆件又与装配循序

、外观美观性和成本紧密关联，比如下面这 2 组设计。

从形体上来说这两个很不错，但从开模角度来说难度很大，除非 3D 打印，或者做成软胶

强制脱模，否则是没法搞的。

第二点：产品外观设计必须考虑能否装配主板或其他电子器件

起码要保证你所设计的产品主板能够放进去你所设计的盒子内部，而且盒子强度也要够；

然后你要确保你所设计的产品也能够很好、很有顺序地拼装在一起，不要生产出来拼都拼

不起，那还叫什么设计。

如果 ID 通过评审就可以通过打手板进行进一步的检验和评估了，在评估 OK 后即可进行

结构设计。



六、结构设计

在结构设计中需要注意，根据 ID 和主板等配件，设计要兼顾两者的内部结构。同时也要

考虑产品的坚韧度、组装难度、脱模难度，有运动部件的产品尤其需要注意运动部件的结

构灵活性和稳定性。

我们之前做的一款产品就曾因运动部件的结构出问题，导致在使用时间稍微久一点或磨具

有稍微误差后，就会出现阻力增大的问题。最后导致有不少产品进行换货处理，并且也增

大了模具开发的难度和产品的成品率。

结构设计好后可通过 3D 打印等技术进行打样拼装，验证其设计如何。



七、PCBA 设计

在电子设计和开发中需要注意的是 PCB 设计和电子元器件选型这两个问题。

第一个是 PCB 设计

考虑走线、SMT 难度、分离模拟电路与数字电路以及元器件和电路之间的电磁干扰等相

关问题。

尤其要注意干扰问题，因为这样的问题常常是隐性问题，说不定就在什么时候就会出现，

倘若在产品生产大规模后出现那可就尴尬了。

第二个是元器件选型的问题

在电子元器件选型中要避免使用偏门的，因为有可能这个元器件随时会面临停产，或者与

其他元器件难兼容，有时更换一个元器件会因为 Pin 脚或驱动不兼容而带来大麻烦。

对于产品来说使用成熟稳定的元器件不仅能提升产品的稳定性，甚至有时还能降低产品的

成本。

在主板设计好后即可进行打板出样品了，样品出来后即可烧录固件对其进行测试和优化



八、整机验证

在这个阶段基本 APP、固件、电子、结构都已经出了 1.0 版本了，此时就可将产品进行整

机的组装和验证了。

在这个阶段产品除了要进行各方面的测试验证和迭代优化之外，还需要将产品拿到实际的

应用场景和用户那里进行使用测试，这一步不仅可以从用户的角度测试产品的性能，还能

暴露出产品场景设计和需求以及产品体验问题。因此这一步是非常有必要的，当产品进一

步成熟后再发现问题就很难进行修改了。

在互联网上有很多关于产品经理改需求的段子，而在硬件产品经理圈几乎是没有的。主要

是因为硬件产品如果做需求变更的话，那么所需要付出的成本是非常高的。

比如随便开一个模具都是要十几二十万起步，这样高昂的代价谁敢随便需求变更？

再比如对主板进行需求变更，你要知道对主板进行一次修改，打板、测试没有个两三周是

搞不来的。这样随便搞几个次一两个月就过去，时间这么宝贵，谁能经得起这样的折腾呢

？



九、包材设计与生产

产品在经过上个阶段后，基本外观、功能、配置就已经敲定了，所以此时就可以进行包装

和说明书的设计和生产了。

如果产品还距离量产的时间还长，那么可以在包材设计打样确认后，过一段时间在进行生

产，以免因长时间存放导致出现问题。

十、结构开模、电子备料



在产品经过多次测试后，若在 ID、结构、电子没有需要改动的情况下，模具就开始开模

了，电子元器件也可以开始备料。通常开模的时间至少需要 2 个月以上，所在这段时间内

就可以继续迭代优化软件。

在开模这段时间里，需要产品经理和结构设计师定期检查开模进度和质量，避免出现较大

的进度延迟或失误。

十一、整机验证

在模具进入 T1 阶段后就可以根据情况进行小批量的生产了，从而进行整机的综合测试。

这个阶段主要是针对以下几个方面进行的测试和验证，并输出相关报告和生产指导书。

验证模具的质量，生产出来的壳体是否有问题，抗跌落或其他测试否能通过；并对出现的

问题进行修复优化。 对于电子开始小批量的 SMT，验证 PCBA 的质量，总结 SMT 的经

验和问题；并进行优化改进以及产出生产和测试的方法。 包装是否开始生产可视情况而

定，若需要进行产品的内测，有条件的话可以进行小批量的生产。 对产品进行耐久性和

稳定性等多方面测试，找出产品中隐藏的，或者需要长时间运行才能发现的问题。 产品

组装工艺和流程的制定，在这个阶段需要组装多个产品，并对产品组装和生产工艺进行整

理，输出产品生产指导书，指导工人生产和生产流程的设计。



十二、产品内测

产品内测这一步是非常必要的，建议在任何情况下都不要省去。在产品研发过程中虽然会

进行周密严禁的测试，但是依旧不能保证，覆盖实际应用中的各种场景。

因此将以上一个流程中所生产的产品，交给小规模的目标用户，去真实的场景下进行长时

间的使用，可以帮助我们去发现那些我们无法覆盖到的场景和问题。

同时用户使用产品和我们开发人员测试使用产品的方式是不一样的，所以通过这种方式也

可以帮助我们找出产品设计中的不足，获得用户真实的使用体验，及时对产品进行优化。



十三、小批量试产

当经过用户内测并把发现的问题进行修复验证后，产品研发阶段就正式告一段落了，接下

来就要进入生产的阶段了。

开始生产的第一步是选择一个适合的代工厂，在选择时优先选择有相关产品经验且管理规

范的工厂，最好相关设备都具备，可以在一家完成 SMT、壳体生产加产品组装等相关流

程。

如果满足不了这样的条件，那么也要选择有经验、管理规范的厂子，至于 SMT 和壳体生

产可以整合其他厂商进行合作。不过这种情况下要注意责任的划分，避免出现问题后双方

扯皮的事情。选厂时尽量避免那些没有经验、管理松散的小厂，不然以后问题会多了去的

。

选好工厂后就要开始与工厂的工程师确定产品的生产流程和工艺了，这一步搞定后就可以

开始小批量的生产了。

根据产品类型的不同，生产的数量也不尽相同，不过通常也会生产数百台产品。做这一次

小批量试产的目的是为了验证产品生产流程、元器件批量加工、生产工艺和工人的能力等

多方面问题，在这一步要对生产流程进行高度的关注，对过程中出现的问题进行总结分析

，得出解决方案。



同时对产品的成品率进行监控，如果有条件的话可以再次进行一次内测，即便不能进行内

测也要多产品进行大规模的抽查使用，以便发现隐藏的问题，模拟客户收到产品的过程和

体验。

若在此流程没有什么问题，那么便可进入下一步的正式量产了；此时也要开始对产品进行

各方面的认证申请了。

十四、大批量生产

经过试产也就基本没有什么问题，与工厂也都应该磨合好了，下面就按照生产排期进行生

产即可。不过在这个过程中还是需要相关同事进行驻场监督，以免出现问题不能得到有效

及时的解决。

在这里需要对产品的加工处理、员工的操作标准、以及质检的规范程度等方面，进行有效

的监督和保证，只有这样才可以保证产品不会出现质量问题。

在产品生产的过程中，产品经理需要开始编写产品维修手册，准备相应的维修更换的部件

，以备售后使用。



十五、销售相关

在生产过程中产，品经理还有一个重要的工作要开始执行了，那就是与产品销售相关的工

作。这一部分主要包括产品销售材料的制作，比如宣传文件或宣传视频等资料。

同时也要对销售同事进行培训，帮助他们理解产品在市场的定位以及自家产品的优劣势，

并教授产品的使用，便于他们进行宣传和销售。

此时还要对售后、技术支持等同事进行培训，告诉他们产品使用方法和可能出现的问题以

及应对的方法和话术，并对技术支持和故障诊断进行培训。

这个时候，市场和销售同事就要进行产品的营销和渠道预热等相关工作了，产品经理需要

配合他们完成相应的内容。



十六、量产爬坡

量产爬坡是通过生产流程的优化、提高员工熟练度等方法提升产品的生产速度，在规定的

时间内连续大量的生产产品。这个时候需要对产品生产的过程进行全面的监控，保证爬坡

的稳定和产品的质量。

当经历过这个阶段后产品就算开始稳定的出货了，此时产品经理算是完成了最重要的使命

了，接下来可以松口气，投入到产品的销售和维护等相关工作中了。

十七、售后阶段



在售后阶段，除非你产品问题很多，不然产品经理基本就没有太多的事情，主要是做好售

后相关同事的培训工作，遇到新问题帮助解决，持续关注产品销售的数据和市场。

十八、项目维持

在产品的销售和生产都稳定之后，基本进入维持的阶段了。此时需要适当保持产品软件的

维护和迭代，对产品进行生产排期等相关工作。

接下就需要对项目进行复盘总结了，分析在项目进行中的各项问题，以及再做项目时如何

避免这些问题。

如果产品还有下一代需要启动，那么你就可以着手对下一代产品进行规划，开始新的战斗

了。

结尾

聊到这里整篇文章也就结束了，希望这篇文章对于软硬件产品经理和硬件产品生产两方面

存在困惑的朋友有所帮助，若有不妥之处还请大牛指点。

 

题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议


